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工序号 OP20 工序名称 三防示意图操作部门生产 项目代号 SVB-08 项目名称 N/A 工序时间 3'

操 作 内 容

2、三防漆遮挡示意图

黑框表示直插元件，喷漆后再进行焊接：程序下载座1.25-6A，触

摸按键S1\S2，电池插座PH-2AW；

红框表示喷漆时要遮挡的区域：数字标号标注的为未焊接元件的三

防遮挡；焊接元件遮挡的地方包括：FPC-16P上接抽屉接口，FPC-

8P下接翻盖接口，TYPE-C接口处。

要求：1）漆面喷涂均匀，连续，不得有缺漏或断裂；

2）漆面不得有大面积气泡、褶皱、漆面脱落现象；

3）注意：直插元件焊盘孔顶层底层和元件接口处都要遮挡，避免

出现三防漆渗入现象；

注 意 事 项 & 检 验 内 容 关 键 物 料 清 单 和 工 具
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工序号 OP20 工序名称 焊接工艺流程

和工艺要求

操作部门生产 项目代号
SVB-08

项目名称 N/A 工序时间 3'

操 作 内 容

1、焊接过程

第一步：物料清点，工艺文件确认；

第二步：贴片焊接，对于所有贴片器件回流焊；

第三步：做三防处理；三防处理要求见《三防漆遮挡示意图》，三

防过程中，以下元件要做遮挡处理： FPC-0.5-16P 抽屉接口处

+FPC-0.5-8P 翻盖接口处+蜂鸣器口+TypeC 座接口处。

第四步，手动焊接插接件：电源座和弹簧按键、下载座；程序下载

座 1.25-6A+触摸按键 S1\S2+电池插座 PH-2AW；

第五步：检验与维修；

第六步：验收，打码入库；

注 意 事 项 & 检 验 内 容 关 键 物 料 清 单 和 工 具

若需用手拿模组时，不可光手去拿，一定要戴上手套以及静
电环。 以避免ESD意外损坏模块。
过炉时，应确保模块水平放置，且不能产生震动。
例如，尽量在平稳轨道的炉子里过炉，避免在有弹性容易
振荡的铁丝网上锅炉。
模组钢网开口建议比原焊盘稍大 20-30%，开口多向外
偏。确保模块管脚焊锡量足够爬到模块的邮票孔焊盘上。
在相对湿度较大的环境放置时间过长后，过炉前应充分烘
烤以去除水分。

物料编码 物料名称 人单产品代码 物料名称
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工序号 附件1 工序名称 焊接工艺流程

和工艺要求

操作部门生产 项目代号
SVB-08

项目名称 N/A 工序时间 3'

操 作 内 容
建议的炉温曲线和工艺参数：2、焊接工艺要求

焊接工艺：

过炉 SMT 建议和要求：

如果主板焊接条件允许，可采用较低熔点和回流温度（低于模组

上焊锡的熔点217℃）的锡膏进行低温焊接，这样可以避免模组上

的焊锡再次融化（半融或回流）。

注 意 事 项 & 检 验 内 容 关 键 物 料 清 单 和 工 具

若需用手拿模组时，不可光手去拿，一定要戴上手套以及
静电环。 以避免ESD意外损坏模块。
过炉时，应确保模块水平放置，且不能产生震动。
例如，尽量在平稳轨道的炉子里过炉，避免在有弹性容
易振荡的铁丝网上锅炉。
模组钢网开口建议比原焊盘稍大 20-30%，开口多向外
偏。确保模块管脚焊锡量足够爬到模块的邮票孔焊盘上。
在相对湿度较大的环境放置时间过长后，过炉前应充分
烘烤以去除水分。
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